
8Mil BGA Pad Multilayer Layers HDI PCB Board Assemblea elettronica Produttore PCB
Assembly Service

PUNTO: PCB flessibile rigido / 8MIL BGA Pad / Multilayer HDI PCB / HDI PCB con cieco via fori e
sepolto tramite fori / Quick Turn HDI PCB (Personalizzazione HDI PCB Stampato Circuit
Boards Produttore)

https://www.o-leading.com/it/products/China-Custom-Multilayer-PCB-Board-Service-Half-Plated-Hold-Wifi-Module-Small-BGA-Manufacturing-Desig.html
https://www.o-leading.com/it/products/China-Custom-Multilayer-PCB-Board-Service-Half-Plated-Hold-Wifi-Module-Small-BGA-Manufacturing-Desig.html
























Prezzo di fabbrica Multilayer Multilayer Rigido flessibile HDI Circuit Board

Capacità di produzione PCB.
Conteggio del livello 1Layer-32layer.
Spessore di rame finito 1 / 3OZ-12OZ
Min Larghezza linea / spaziatura interna 3.0mil / 3.0mil.
Larghezza minima linea / spaziatura esterna 4.0mil / 4.0mil.
Rapporto Max Aspect. 10: 1.
Spessore del bordo 0,2 mm-5.0mm.
Dimensione massima del pannello (pollici) 635 * 1500mm.
Dimensione minima del foro forato 4Mil
Tolleranza del foro piegata +/- 3mil.
BIIND / Vias sepolti (tipi AII) SÌ
Via Riempimento (conduttivo, non-conduttivo) SÌ
Materiale di base FR-4, FR-4High TG. MATERIALE GRATUITO FREE, ROGERS, BASE DI ALLUMINIO,Poliimmide, rame pesante
Finiture superficiali Hasl, osp, enig, hal-lf, lmmersion argento,Tin di LMMER, dita d'oro, inchiostro del carbonio

Capacità di produzione SMT.
Materiale PCB FR-4, CEM-1, CEM-3, scheda a base di alluminio, FPC
Dimensione max PCB. 510x1500mm.
MIN Dimensioni PCB. 50x50mm.
Spessore PCB. 0,5 mm-4.5mm.
Spessore del bordo 0,5-4mm.
Dimensione dei componenti min 0201.
Componente di dimensioni del chip standard 0603 e più grande
Componente massima altezza 15mm.
Min Pitch 0.3mm.
Min BGA Ball Pitch 0.4mm.
Precisione del posizionamento +/- 0,03mm.

https://www.o-leading.com/it/products/China-High-TG-PCB-supplier-customization-HDI-PCB-Printed-Circuit-Boards-Manufacturer.html










1. In che modo gli o-leader garantiscono la qualità? Il nostro standard di alta qualità è
ottenuto con quanto segue.

1.1 Il processo è rigorosamente controllato secondo gli standard ISO 9001: 2008.
1.2 Ampio uso del software nella gestione del processo di produzione
1.3 Attrezzature e strumenti di test all'avanguardia. Per esempio. Sonda volante, ispezione a raggi X, AOI
(ispettore ottico automatico) e TIC (test in circuito).
1.4. Team di garanzia della qualità ridotto con processo di analisi del caso fallimento
1.5. Formazione e istruzione del personaleContinuo

2. In che modo O-leader mantiene il prezzo competitivo?
Nell'ultimo decennio, i prezzi di molte materie prime (ad es. Rame, prodotti chimici) erano raddoppiati,
triplicati o quadruplicati; La valuta cinese RMB aveva apprezzato il 31% sul dollaro USA; E anche il nostro
costo del lavoro è aumentato in modo significativo.
Tuttavia, o-leader ha mantenuto il prezzo fisso. Questo possiede interamente alle nostre innovazioni nel
ridurre i costi, evitando i rifiuti e il miglioramento dell'efficienza. I nostri prezzi sono molto competitivi nel
settore allo stesso livello di qualità.
Crediamo in una partnership win-win con i nostri clienti. La nostra partnership sarà reciprocamente
vantaggiosa se possiamo fornirvi il costo e la qualità del Anedge.

3. Che tipo di schede possono il processo di leader o?
Common FR4, Schede ad alte TG e alogeni, Rogers, Arlon, Telfon, alluminio / schede a base di rame, PI,
ecc.

4. Quali dati sono necessari per la produzione PCB e PCBA?
4.1 BOM (Bill of Materiali) Con Designatori di riferimento: descrizione dei componenti, nome del produttore
e numero di parte.
4.2 File Gerber PCB.
4.3 Disegno di fabbricazione PCB e disegno di assemblaggio PCBA.
4.4 Procedure di prova.
4.5 Eventuali restrizioni meccaniche come requisiti di altezza di assemblaggio.

5. Qual è il flusso di processo tipico per PCB multistrato?
Taglio del materiale → Film secco interno → Interiore dell'incisione → Interno Aoi → Multi-Bond → Strati
Stack Up Pressatura → Foratura → PTH → Placcatura del pannello → Pellicola a secco esterno → Pellicola a
secco → Placcatura del motivo → Incisione esterna → Esterno Aoi → Maschera di saldatura → Marchio del
componente → Finitura superficiale → Routing → E / T → Ispezione visiva.

6. Quali sono le apparecchiature chiave per la produzione di hdi?
L'elenco delle apparecchiature chiave è come segue: perforatrice laser, macchina per la pressatrice, linea
VCP, macchina per esposizione automatica, LDI e ecc. Le apparecchiature che abbiamo sono le migliori del
settore, le macchine perforatrici laser provengono da Mitsubishi e Hitachi, le macchine LDI provengono da
schermo (Giappone), le macchine per esposizione automatica sono anche da Hitachi, tutte rendono tutti in
grado di soddisfare i requisiti tecnici del cliente.

7. Quanti tipi di finitura superficiale o-piombo possono fare?



O-Il leader ha la serie completa di finitura superficiale, come ad esempio: enig, osp, lf-hasl, placcatura in
oro (morbido / duro), argento ad immersione, stagno, placcatura d'argento, placcatura di stagno,
inchiostro di immersione e ecc. OSP, enig, osp + enig Comunemente usato sull'HDI, di solito consigliamo di
utilizzare un client o osps osp + ITIG se la dimensione del pad BGA è inferiore a 0,3 mm.

8. Qual è la tua capacità di FPC? L'o-leader può fornire anche il servizio SMT?
O-Leader BACLADARE FPC dal singolo strato a 8layer, le dimensioni del pannello di lavoro possono essere
grandi come 2000mm * 240mm, si prega di trovare i dettagli nella pagina "Capacità Flex". Forniamo anche
un servizio SMT one stop al cliente.

9. Quali sono i principali fattori che influenzeranno il prezzo del PCB?
Materiale;
Finitura superficiale;
Difficoltà tecnologica;
Criteri di qualità diversi;
Caratteristiche del PCB;
Termini di pagamento;
Diversi paesi produttivi.

10. Qual è la definizione di PCB, PWB e FPC e qual è la differenza?
PCB è corto per circuito stampato;
PWB è corto per la scheda di filo stampato, stesso significato del circuito stampato;
FPC è corto per una scheda stampata flessibile.

11. Quali fattori dovrebbero essere considerati quando si sceglie il materiale per una scheda
PCB?
Sotto i fattori dovrebbero essere considerati quando scegliamo il materiale per PCB:
Il valore TG del materiale dovrebbe essere maggiore della temperatura operativa;
Basso materiale CTE ha una buona prestazione della stabilità termica;
Buone prestazioni termiche resistenze: normalmente i PCB sono necessari per resistere a 250 ℃ per
almeno 50 anni.
Buona piattezza; In considerazione delle proprietà elettriche, il materiale di bassa perdita / alta
permontabilità è utilizzato su PCB ad alta frequenza;
&


